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Abstract (en)
Process for casting copper and copper alloys, comprises: providing a mold; applying a coating on the inner wall of the mold, where the coating
comprises at least one inorganic oxide and a binder; solidifying the coating; filling a melt of copper or copper alloy into the mold, where the mold is
heated to 60-200[deg] C before the filling process; and extracting the resulting cast from the mold. Independent claims are included for: (1) reusable
molds hydrophobic coating, produced from a coating comprising at least one inorganic oxide, at least 1 wt.% of polysiloxane and a binder; and (2) a
mold with extended stable time comprising a hydrophobic coating, where the mold is temperature controlled at 60-200[deg] C.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Vergiessen von Kupfer und kupferhaltigen Legierungen, umfassend die folgenden Schritte: a. Bereitstellen
einer Kokille, b. Applikation einer Schlichte auf die Innenwand der Kokille zur Herstellung einer Beschichtung, wobei die Schlichte mindestens
ein anorganisches Oxid, und ein Bindemittel umfasst, c. Verfestigen der Schlichte zu einer Beschichtung, d. Einfüllen einer Schmelze von Kupfer
oder kupferhaltigen Legierungen in die Kokille, wobei die Kokille vor dem Einfüllen auf 60°C bis 200°C temperiert wird, und e. Herauslösen des
entstandenen Gussteils aus der Kokille. Die Erfindung betrifft ebenfalls eine verwendbare hydrophobe Kokillenbeschichtung, herstellbar aus einer
Schlichte umfassend mindestens ein anorganisches Oxid, mindestens 1 Gew.-% Polysiloxan, bezogen auf das Gesamtgewicht der Schlichte, und
ein Bindemittel.
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